EP 0 062 863 A1

Européisches Patentamt

0’ European Patent Office / (@) Versttentiichungsnummer: | 0 062 863
Office européen des brevets A1l

@) EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

@Anmeldenummer: 82102850.3 @ int.ct: C 25 D 3/38

(@) Anmeldetag: 03.04.82

Prioritit: 08.04.81 DE 3114106 @ Anmelder: TELDEC TELEFUNKEN-DECCA
SCHALLPLATTEN GMBH
Heussweg 25

@ Verdffentlichungstag der Anmeldung: D-2000 Hamburg 19(DE)

20.10.82 Patentblatt 82/42
@ Erfinder: Knothe, Herbert, Dipl.-Ing.

Benannte Vertragsstaaten: van-Dyck-Strasse 13
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE D-2350 Neumiinster{DE)
@ Erfinder: Réschmann, Klaus
Bekkamp 5
D-2352 Schiilp/Ntf.(DE)

Vertreter: Einsel, Robert, Dipl.-Ing.
Theodor-Stern-Kai 1
D-6000 Frankfurt/Main 70(DE)

@ Verfahren zur galvanischen Abscheidung von Kupfer auf einem Substrat.

@ Zur Erzeugung einer weitgehend planparallelen, ein-
geebneten und hochglénzenden Oberflache bei der galvani-
schen Herstellung von Kupferfolien fiir die Schallplattenauf-
zeichnung ist zwischen Anode (4) und Kathode (3) eine
Blende (5) zur Beeinflussung der *‘Schichtdicke” vorgesehen.
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Der Trager wird mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von
1-60 U/min bewegt, wobei eine entsprechende Konvektion 3
und Filtration des Elektrolyten und in gleichm&Bigen Abstén-
den eine Aktivkohleregeneration durchgefihrt wird. Zur
weiteren Verbesserung der Oberflachengtite ist eine Eineb- +
nerstubstanz im Bad vorgesehen.
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Verfahren zur galvanischen Abscheidung von Kupfer auf
einem Substrat

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur galvanischen
Abscheidung von Kupfer auf einem Substrat, insbesondere
zur Herstellung von Schallplatten, nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.

In der Schallplattentechnik werden die urspringlichen
Aufzeichnungen iiblicherweise in eine Lackfolie einge-
schnitten, die sich auf einer Substratplatte, z.B.
Aluminium, befindet. Ein Schneidstichel schneidet dabei
Tonrillen in Form einer Spirale in die Lackfolie, von
der anschlieBend auf galvanischem Wege Duplikate her-
gestellt werden.

Von den Negativ-Duplikaten wird dann die eigentliche
Schallplatte gepreBt.

Das Vervielfaltigen der geschnittenen Lackfolie erfolgt
beim Stand der Technik dadurch, daB die Lackoberfléache
auf reduktivem Wege mit einer Silberschicht leitfahig
gemacht wird, um dann in einem galvanischen Nickelbad
auf ca 0,4 mm verstadrkt zu werden. Nach dem TrennprozeS
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erhdlt man so das erste Negativ-Duplikat.

Es ist auch bekannt, einen dinnen, metallischen Nieder-
schlag auf einer Substratplatte, z.B. Aluminium, aufzu-
bringen, und direkt in das Metall zu schneiden.

Aus der DE-0OS 26 29 492 ist es bekannt, auf eine Substrat-
platte aus Aluminium einen Niederschlag aus Kupfer zu
galvanisieren. In diesem Verfahren wird vor dem Schneid-
prozeB die Kupferoberflédche geschlichtet, um Unebenheiten
bzw. Schichtdickenungenauigkeiten auszugleichen. Dieser
EinebnungsprozeB wird entweder durch Abdrehen oder
Schleifen des Aufzeichnungstrégers vorgenommen. Dies
erfordert einen relativ hohen Fertigungsaufwand.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
auf galvanischem Vege einen Metallniederschlag auf eine
Substratplatte mit derartig hoher Oberfléachengiite auf-
zubringen, daB ein nachtrédgliches mechanisches Ein-
ebnen iiberflissig wird.

Die Erfindung wird durch die im Anspruch 1 angegebenen
MaBnahmen gelost. Weitergehende Merkmale sind in den
Unteranspriichen beschrieben.

Beim erfindungsgema@Ben Verfahren sind alle fir Ebenheit
und Fehlerfreiheit des galvanisch hergestellten Auf-
zeichnungstragers entscheidenden Badparameter so auf-
einander abgestimmbt, daB eine Oberflachengiite erreicht
wird, die kein nachtrsdgliches Einebnen erforderlich
macht. Zur Verhinderung von Rotationsspuren ist die
Drehgeschwindigkeit bei der verwendeten Rotationsbe-
schichtung niedriger, als bei einer Nickelbeschichtung
gewdhlt, vorzugsweise weniger als 30 U/min. Um eine
gute Konvektion des Bades zu erreichen, wird vorteil-
haft Luft in das Bad eingeblasen.
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Die Erfindung wird nachstehend an Hand eines Ausfiihrungs-
beispiels né&her erlautert. Die Figur zeigt eine sche-
matische Darstellung eines Galvanisierbehalters.

Der in der Figur dargestellte Behalter 1 enthdlt die
Galvanisierfliissigkeit, in die der zu galvanisierende
Aufzeichnungstriger 2 schridg auf einem Rotierteller 3 ein-
gehangt ist. Der Rotierteller 3 bildet die Kathode des
Bades. Die Anode wird durch den im Abstand vom Aufzeich-
nungstréager angeordneten Elektrodenkasten 4 gebildet.
Zwischen den beiden Elektroden ist noch zur Einhaltung
einer gleichmaBigen Schichtdicke eine nach der DE-0S 24
52 401 bekannte Blende 5 angeordnet. Unterhalb des Auf-
zeichnungstragers befindet sich eine Rohrleitung 6 mit
seitlichen Offnungen, durch die Luft in das Bad einge-
blasen werden kann.

Zur Vermeidung von Poren im galvanischen Niederschlag ist
ein Netzmittel im Bad vorteilhaft. Bei Einblasung von
Luft sollte dieses Netzmittel ein moglichst schaumarmes
Netzmittel sein.

Durch die Rotationsbewegung des Rotiertellers % und eine
unterhalb des Aufzeichnungstragers 2 angebrachte Iuft-
leitung 6 wird gewdhrleistet, daB immer neue Kupferionen
und Glanzmittel an das Substrat nachgeliefert werden. Bei
Kupferbadern sollte das Bad z.B. durch Luft oder starkes
Unpumpen sté&ndig bewegt werden, um dadurch den Ionenaus-
tausch durch immer wieder nachgelieferte Ionen zu erhdhen,
d.h., daB diejenigen Ionen, die abgeschieden werden, durch
groBe Konvektion im Kathodenfilm ersetzt werden. Weiter-
hin vermeidet eine starke Elektrolytbewegung Rotations-
spuren auf der Kupferoberfl&dche. Die Lufteinblasung

sollte durch ein Geblase erfolgen, da bei einer von einem
Kompressor gelieferten Luft zu starke Olverschmutzungen
auftreten konnen, die das Bad unbrauchbar machen.
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Durch das Bad wird eine Oberfléchenqualitédt erzeugt, die
fiir die Aufzeichnung ausreichend ist. Die Oberflache des
Aufzeichnungstridgers mufl nicht mehr nachtréglich be-
arbeitet werden. Es ist lediglich darauf zu achten, dalB
das Substratmaterial ausreichend eben ist, da zu grole
Unebenheiten bzw. Locher im Substrat, die das Einebnungs-
vermogen des Bades iiberschreiten, an der Metalloberfl&che
abgebildet wiirden. '

Die Temperatur des Bades sollte mdglichst niedrig gehalten
werden, weil durch Temperatureinfliisse die im Kupferbad
verwendeten Glanzzusédtze unwirksam werden konnen. An
Stelle einer Einblasung von Luft zur Durchwirbelung des
Bades ist es auch mdglich, eine Ultraschallschwingung

im Bad anzuwenden, die den gleichen Erfolg bringt. Eben-
falls kann starkes Umpumpen des Bades eine ausreichende
Konvektion bewirken, wenn auf der Eintrittseite der
Flissigkeit in den Galvanisierbehdlter eine geeignete Diise
verwendet wird.

Nach der Herstellung einer gewissen Zahl von Kupferfolien,
deren Zahl von der jeweils aufgebrachten Schnittdicke
abhéngt, ist es vorteilhaft, das Bad zu regenerieren.

Bei dem galvanischen ProzeB entstehen aus den verwendeten
Glanzzusatzen bzw. Einebnern Zersetzungsprodukte, die die
Qualitat der abgeschiedenen Kupferschicht derart zu beein-
flussen vermogen, daB ein qualitativ.einwandfreies Schnei-
den nicht mehr gewghrleistet ist. .

Aus diesem Grunde ist es nur moglich, eine begrenzte Zahl
von Aufzeichnungstrégern zwischen den Regenerierprozessen
herzustellen. Sa@mtliche organischen Zusdtze bzw. Zer-
setzungsprodukte koénnen mit einer Aktivkohlebehandlung

aus dem Bad entfernt werden. Um eine groBe Fertigungs-
sicherheit zu gewdhrleisten ist es vorteilhaft, das Bad
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tdglich zu regenerieren.

Vorzugsweise wird nach 6 hergestellten Aufzeichnungstragern
pro 200 1 Elektrolyt eine Aktivkohleregeneration durchge-
fihrt. Verschmutzungen des Bades werden durch kontinuier-
liche Filtrationen des Bades vermieden.

Eine geeignete Einebnersubstanz ist z.B. in der DE-PS 14
96 772 beschrieben. Es werden vorteilhaft 80 - 100 mg/1
Badvolumen der Einebnersubstanz dem Bad zugesetzt, wobel
der Wert sich im wesentlichen nach der Oberflédchen-
gualitat des -verwendeten Trédgers richtet.
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Patentanspriche

Verfahren zur galvanischen Abscheidung von Kupfer auf
einem Substrat insbesondere zur Herstellung
von Schneidtridgern, wobei ein saures Kupferbad mit

Glanzzusatzen verwendet wird, dadurch gekennzeichnet,

daB L

a) zwischen Anode (4) und Kathode (2, 3) eine fest-
stehende Blende (5) zur Beeinflussung der Strom-
liniendichte vorgesehen ist,

b) der Aufzeichnungstréger mit einer Umdrehungsge-
schwindigkeit von 1-60 U/min rotiert,

¢) das galvanische Bad zus&@tzlich durch Konvektion des
Elektrolyten betrieben wird,

d) das Bad kontinuierlich gefiltert wird,

e) nach einer vorgegebenen Anzahl hergestellten Auf-
zeichnungstrager pro Mengeneinheit des galvanischen
Bades eine Aktivkohleregeneration durchgefihrt
wird und )

f) dem Bad eine Einebnersubstanz zugefigt ist.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Konvektion des Bades durch Einblasen von Luft

erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB die Luft mit Hilfereines Gebldses in das Bad ein-
geblasen wird. '

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB bei hoher Stromdichte im Bad das Bad gekuhlt

wird.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB ein schaumarmes Netzmittel verwendet wird.
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Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB das Bad mit Ultraschall beaufschlagt wird.

Verfahren nach Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
daB nach der Herstellung von 6 Aufzeichnungstrigern
pro 200 1 des galvanischen Bades eine Aktivkohle-
regeneration durchgefihrt wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB der Aufzeichnungstriger (2) mit einer Umdre-

hungsgeschwindigkeit von weniger als 320 U/min be-
wegt wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB das Bad mit Hilfe einer Pumpe durch ein Filter
gefiihrt wird und daB auf der Eintrittseite des
gefilterten Bades in den Galvanisierbehdlter (1)

- eine Diise zur Erhohung der Konvektion des Elektro-

10.

lyten im Galvanisierbehdlter (1) vorgesehen ist.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB dem Bad 80 -~ 100 mg/l1 Badvolulen Einebnersub-
stanz zugegeben sind.
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